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8. Anexo    A:  

 
Representação em corte transversal de uma linha de transmissão do tipo 

microstrip, para ilustrar o modelo de circuito equivalente RLCG apresentado na 

figura 2 do capítulo 2 

 
Representação em corte transversal de uma linha de transmissão do tipo 

stripline, para ilustrar o modelo de circuito equivalente RLCG apresentado na 

figura 2 do capítulo 2 

- Energia campo Magnético 

- Energia campo Elétrico 

R - Perda no condutor 

G – Perda no dielétrico 

- Energia campo Elétrico 

 - Energia campo Magnético 

R- Perda no condutor 

G – Perda no dielétrico 
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8. Anexo    B: 

Representação em corte transversal das linhas de transmissão apresentadas  

na figura 9 do capítulo 3. 

 
 

(1) Microstrip acoplada 

(2) Stripline acoplada centrada 

(3) “Offset” Stripline acoplada 

(4) Microstrip 

(5) Stripline centrada 

(6) “Offset” Stripline 
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Representação tridimensional da configuração com microstrip, via e 

stripline, apresentada na figura 9 do capítulo 3. 

 
Representação tridimensional da configuração com via para conexão com o 

plano de referência, apresentada na figura 9 do capítulo 3. 

 

 

(7) Microstrip/Via/Stripline; 

(8) “Clearance”; 

Microstrip 

via 

Stripline 

Clearance Plane 

Plano de referência.

Plano de referência.

via Microstrip 

Plano de referência 

Terra ou Vcc.  

Plano de referência.  

Terra ou Vcc.  

(9) Via/PR;  
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Representação tridimensional da configuração com linha microstrip 

acoplada, via acoplada e stripline acoplada, apresentada na figura 9 do capítulo 3. 

 

 
Representação tridimensional da configuração com microstrip, via, stripline 

e estube apresentada na figura 9 do capítulo 3. 

Microstrip acoplada 
Via acoplada 

Clearance 

Plane 

(10)Microstrip acoplada/ Via acoplada/ Stripline acoplada;

Stripline acoplada 

Plano de referência.

Plano de referência.

Microstrip 

Clearance Plane 

stripline 

Clearance Plane Via “Through-hold” (Estube) 

Via “Through-hold” (Estube) 

Plano de referência.  

Plano de referência.  

(11)Microstrip/Via/Stripline/Estube ; 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0521324/CA



   114

8. Anexo    C:  

Planilha de cálculos referentes a sessão 4.3.3.1, para o dimensionamento das 
linhas Microstrip e Offset Stripline das configurações da placa projetada no 
capítulo 4 apresentadas nas figuras 25, 26 e 27 em vista superior, corte transversal 
e longitudinal. 
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